
Elektro Kaplamada Optimum
Ko ullar



Metal kaplama yüzeyine kaplama yap lan malzeme
özelliklerini de tirir. Malzeme yüzeyinde iç

gerilmenin ve pörözitenin meydana gelmedi i iyi bir
ba lant (yap ma) olmas beklenir. Yüzey kaplamada iyi

bir ba lant kaplama yap lan yüzeyin temizli ine
ba r. Yetersiz yüzey temizli i ile haz rlanan

malzeme kullan için uygun olmayan bir kaplamaya
sebep olabilir. Malzeme yüzeyindeki  iç gerilmeler
kabuksu soyulmaya, malzeme ile birlikte hareket
etmeyen kaplamaya ve parçalanmaya sebep olur.

Bunun da nedeni kristal yap ndaki yabanc maddeler
olup, kaplama ve kaplanan malzemenin  farkl

davranmas nd r. Kaplaman n  kristal yap nda kal nt lar
mevcut ise  malzeme yüzeyi l bir i leme tabi tutulur.

Sonuçta elektro metalürjik olarak yap lan bir
kaplamada yüzey özellikleri de ir.



Yüzeyin kaplanmas için yap lacak haz rl k  burada ders
konusu edilmemi tir. Gerilmenin ortaya ç kmas da

kaplama i lemi s ras nda olur ki, burada ele
al nmayacakt r. Di er taraftan kaplamadaki

semantasyonun etkisi ve kaplama verimi, pörözite
üzerindeki etki yar kantitatif yolla aç klanacakt r.

Yüzeylerden beklenen özelliklerin elde edilmesinde
yap lacak kaplaman n, uygulanan prosesin,

teknolojinin ve kazan lan deneyimlerin büyük önemi
vard r.



KARMA IK ÇÖZELT LERDE SEMENTASYON  VE
TA INIM

Bak r sülfat çözeltisine çinko ilave edilirse;
Cu2+ + Zn = Cu + Zn2+

Reaksiyonu meydana gelir. Cu metal haline gelirken Zn
çözünür(oksitlenir).

Siyanür içeren bak r sülfat çözeltisinde ise yeteri kadar küçük
potansiyel olmad için sementasyon olmaz. Siyanürlü bak r

çözeltisinin ak m potansiyeli ar bak r çözeltisinin
potansiyelinden daha küçüktür.  Di er taraftan  çinko

siyanürlü karma k çözelti izafi olarak zay f ve iki metal
aras ndaki mukayese edilebilir bir d ak mla beslendi inde

çinko siyanürden bak r elde edilir. Benzer reaksiyon;
Cu2+ + Fe = Cu + Fe2+

eklinde d ak mla beslenerek yap r.



Teorik olarak d kaynakl ak m kullan lmak suretiyle
bak r ve demir tersinir potansiyelle iyi semene

olurlar. Bu nedenle çelik üzerine önce bak r
siyanür içeren çözeltiden  ba ar yla kaplan r,

reaksiyon demir ile siyanür aras nda çok yava
olur ve tersinir potansiyele ula maz.

En iyi yüzey kaplamalar siyanürlü çözeltilerle elde
edilir. Bunlar n d ndaki çözeltilerle de iyi

kaplama elde edilebilir. Bunlar ilgili kaynaklarda
aç klanm r.

Katodun anyonlar absoblamas önemli olup, proses
parametreleri kaplamada önem arzetmektedir.

Ak m yo unlu unun de imini dü üren, katodda
absoblanan siyanür anyonlar art ran ko ularda

iyi bir yüzey kaplamas yap labilir.



YÜZEY KAPLAMADA PÖRÖZ TE

Kaplanan yüzey üzerinde bo luklar n olmamas ,
gerilim fark n bulunmamas için zamana

göre yüzey üzerine ta nan kütlenin de imini
veren matematiksel e itlik;

d / dt = k j (1- )
Olup, burada t, zaman, k sabit, j ak m yo unlu u

ve coverage dir. Nötür bir malzeme yüzeyi
ve belli bir potansiyel için bu e itlik geçerlidir.



Bu e itli in entegre edilmesiyle;
= 1 – exp(-k j t)

Kaplama yap lmam elktrod yüzeyi için
= 1 – = exp(-k j t) Bunun deneysel

sonuçlar ;



t = 0 iken;

d / dt = k j olur ve

ile t do ru orant ile artarsa;

= k t j = kQ

kQo = 1

k = 1/Qo olur.

Burada Qo, elektrik miktar r.



n = exp( -n)

n = Q / Qo

Temas eden yüzey:   1 – 2f           f             f

Otr.Kap.kal nl :           n           n + 1      n – 1

Pörözite. = (1 – 2f)exp(-n) + f exp[-(n+1)] + f exp[-(n-1)]

= n[1 – 2f + f(e + e-1)]
(e + e-1) > 2 ve f  > 2 için pörözitesiz, düz yüzey olur.



EN AZ PÖRÖZ TE LE KAPLAMA

Kaplamada yüzey üzerindeki ince filmin makro ve
mikro profilin olu umu ak m yo unlu unun

da na ba r.
Ak m yo unlu unun dar ve geni aral kta de imi

ve katod de iminin e imi yüzey filmini
olu turur. Bu karma k çözelti veya absorbant

ilavesi ile belirlenir. En düz profil çok az de en
ak m yo unlu unun çok az de mesiyle elde
edilir. Sonuçta ak m yo unlu undaki de im

katoddaki tabaka kal nl n e imini art rken
direnci dü ürür.



R YÜZEY KAPLANADA

- Basit veya karma k çözeltilerde metal
kaplama katod e iminin büyük, ak m
yo unlu u de iminin az ve yeterli

negatiflikte katod potansiyeli ile,
- Çözelti direncinin olabildi ince az,

- Çe itli katk maddeleri
Anodu çözecek çe itli amaçlar için kullan lan

aktivitörler de elektrolite ilave edilirler.



Ak n kararl elektrolitik kaplamada çok
önemlidir. En basit ak m rejimi geni ak m

yo unlu unda k sa sal m yoluyla toplanan
sa ak m yolu birikimleriyle olur. Dü ük

ak mda çekirdeklenme sürekli olarak organik
ilavelerle elde edilmektedir.



ELEKTROL K KAPLAMA VE YÜZEY
RME LEMLER

Ala mlar n ve kompozitlerin yüzeylrinin
kaplanmas ve


